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摘要(译)

公开了一种集成电路（IC）芯片（100），其具有由IC芯片的至少一个边
缘（102）界定的主表面，所述主表面承载多个导电接触板（130）。 从
所述主表面延伸超过至少一个边缘，使得每个接触板包括由所述至少一
个边缘界定的暴露的接触表面部分（132），以与导电的另一接触表面部
分（230）配合。 本体（200）的至少一个另外的边缘（220），所述至
少一个另外的边缘界定了用于容纳IC管芯的腔。 还公开了一种包括这种
IC管芯的超声探头以及为这种IC管芯提供接触的方法。
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